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{57) Abswact 3 4
Known methods used to calibrate the displacement path and/or \ 4 2
the angular position of bolding devices in devices for manufscturing Ummﬂm/
:\feclricinl assembly groups rely on optical measurements of the position
replicas (2) assembled on a calibration substrate (1). Markings
{4) made on the simulators {2) and local reference marks (3) on the DEBEDE F\
calibration substrate (1) are used for said purpose. Printed circuit 1
camerss used g optical sensars exbibit marked camera distortion that ‘D:D:D:D:D:D‘
complicates calibration. A sensor comection factor is detected by the
method, the devics and the calibration substrase (1} disclosed in the ’D:D‘D:B‘D‘D
;::;mim' wci:ienin :1:;1 position of two correcrion marks (S, 6) made at &
etermined nominal distance (1) 2nd in & predetermined positian in
r;lation t:c,i each other on the catibration substrate (1) are measured with B‘D:D:D:D»D
the printed circuit camera, The result of measurement is compared with
e nominel isance (0. IOl

(57) Zusammenfagsung

8~ 5§
~ Bekanmte Verfaiwren kalibrieren den Verfahrweg und/oder die

kaenage_ von Haltevorrichtungen in Einrichtungen zur Herswellung von elekirischen Baugruppen durch optische Messungen der Lape
von Nachbiidungen (2) elektrischer Bauclemenic, dic anf ein Kalibriersubstrat (1) bestiickt sind, Dazu dienen Markierungen (4) auf den
Nachbi]dung_en (2)' und lokale Referenzmarken (3) avf dem Kalibriersubstrat (1), Leiterplarenkamers, dic als optische Sensoren eingesetzt
wcrd_en. weisen cine ausgeprigle Kameraverzerrung auf, di¢ die Kalibrierung erschwert. Durch das erfindunpsgemiBe Verfahren, die
Vorvichtung sowie das Kalibriersubstrat (1) wird ein Sensorkorrekturfaktor emitelt, indem die Lage 2weier Korrekturmarken (5.6), die
| in cinem vorgegebenen Nennabstand (a) und einer vorgegebenen Lage zueinander auf dem Kalibricrsubserat (1) angebrache sind, mit der
1 Leiterplatenkamera vermessen wird und das Ergebnis der Messung mit dem Nennabstand (2) verglichen wird,




